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“AI時代を支えるJisso技術。 
 その未来を読む。“ 
 
生成AI、データセンター、EV、次世代通信。 
急速に進化する社会を支える最先端のJisso技術を、 
JEITAが2035年を見据えて徹底分析。 
 
市場動向 × 半導体 × パッケージ × 実装設備 
次世代ものづくりの方向性を示す、最新技術ガイド。 
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＊【半導体実装技術はAI時代への突入】
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※ MRHIEP : Manufacturing Roadmap for Heterogeneous Integration and Electronics
Packaging
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